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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment reva par la Commission afin d’assuter qu’il refléte
bien I'état actuel de la technique

Les renscignements relatifs 4 ce travail de révision, a Péta-
blissement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent
étre obtenus aupiés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:
® Bulletin de la CEIX

Publié trimestriellement

® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalegue des publications de la CEI
Publié¢ annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
1eportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaite Electro-
technique International (V E1), qui est établie soys
chapitres séparés tiaitant chacun d’un sujet défini,
ral étant publié séparément Des détails complets su
peuvent étie obtenus sur demande

Symboles graphiques et littéra

Les symboles littéra
font Pobjet de la Publica
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology

Information on the wotk of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin
Published quarterly

@ Report on IE C Activities
Published yearly

@ Catalogue of IEC Pub
Published yearly

eld, the Genetal Index being published as a
Full details of the TEV will be supplied

Graphical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in 1 EC Publication 117

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in TEC Publication 27
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TROISIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 68-2-20 (1968)

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MECANIQUE
DEUXIEME PARTIE: ESSAIS — ESSAI T: SOUDURE

Essai Ta: Deuxiéme partie, Méthode d’essai de soudabilité des cartes de circuits imprimés

et des stratifiés plagqués métal

1) Les décisions ou accotds officiels de la CE1 en ce qui concgriie 5 prépaiés par des Comités d’Etudes

o sont 1eprésentés tous les Comités nationaux §’intéressaft 4 ges\g i it dans la plus grande mesure possible
un accord international su les sujets examings
2) Ces décisions constituent des 1ecommg jrtey nati g et g cegs comme telles par les Comités nationaux
3) Dans le but d’encourager 'unification internati S i e veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte dg'Ta 1ecommandation e la CEI, dans la mesute ol les conditions nationales le

permettent Toute diveigence entie ld A CEL et la régle nationale cotrespondante doit, dans la
mesute du possible, étig ade

PREFACE

sablie pai le Comité d’Etudes N° 50 de la CE1 Essais climatiques

61s de la 1éunion tenue a Washington en 1970 A la suite de cette téunion,
it S0(Buteau Cential)156, fut soumis a I’appirobation des Comités nationaux
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIRD SUPPLEMENT TO PUBLICATION 68-2-20 (1968)
BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES
PART 2: TESTS — TEST T: SOLDERING

Test Ta: Second part, Method for testing the solderability of printed wiring boards
and metal-clad base laminates

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with

2) They have the form of recommendations for intex
sense

3) In order to promote international unification, the

the text of the I E C recommendation for their natianal 1yles_in soNar s
between the I'EC recommendations and the conrespd g natiena
indicated in the latter
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